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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES —
CONCEPTION ET UTILISATION —

Partie 1-1: Prescriptions génériques —
Considérations concernant la planéité d'ensembles électroniques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organis mposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n objet de
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions™ gines de
I'élegtricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autge i fionales.
Leur|élaboration est confiée a des comités d'études, aux tray é par le
suje ité iciper. isati i i on gouvernemenfales, en
liais , ici 5 L6, A étroftement avec I'Orgdnisation
Interpati i i€ iXé isations.

2) Les mesure
du p éressés
sont

3) Les andations internationales. lls sonf] publiés
com , i i i smme tels par les Comités nationaux.

4) Dan ites nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
faco es internationales de la CEl dans leurs| normes
natid S g e de la CEl et la norme nationale ou rggionale
corr¢spondante doit étrg incigue i ette derniére.

5) La QEI n’a fixé S | gquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'es{ pas engagee i éclaré tonforme a lI'une de ses normes.

6) L’attpntion est attirée i des éléments de la présente Norme internationale peuvgnt faire
I'objet de droits : 3 € ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
resppnsable de n droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencsq.

La No 61188-1-1 a été établie par le comité d'études 52 de la CEl:

Circuit

Le texte de cette e est issu des documents suivants:

FUIS Kdpport ae vote
52/721/FDIS 52/738/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES —
DESIGN AND USE -

Part 1-1: Generic requirements —
Flatness considerations for electronic assemblies
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FOREWORD
EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization
ational electrotechnical committees (IEC National Committegs).
hational co-operation on all questions concerning standardization i
end and in addition to other activities, the IEC publishes
sted to technical committees; any IEC National Co
Cipate in this preparatory work. International,
the IEC also participate in this preparation. The IEC e International Org4
Standardization (ISO) in accordance Awith con agreement between
hizations.
formal decisions or agreements of the_ |E xpress, as nearly as poss
hational consensus of opinion on the rele gchnical committee has repreg
all interested National Committees.
documents produced have the form of r jons f ernational use and are published in
hndards, technical repor, 3 a e the National Committees in that seng
der to promote interna naI \ o Committees undertake to apply IEC Inte
dards transparentl i fent iple in their national and regional standar
gence between the 3 S ponding national or regional standard shall bg
ated in the lajter.
IEC provide i 9 dicate its approval and cannot be rendered responsible
bment declaret’tgHeNinge i eof i .
tion is drawn to\the that someé of the elements of this International Standard may be thd
tent rights held yesponsible for identifying any or all such patent rights
t C 6Y188-1-1 has been prepared by IEC technical committ
t of this's d is based on the following documents:

mprising
promote
elds. To
ation is
ith may
liaising
nization
the two

dible, an
dentation

the form
e.

national
ds. Any
clearly

for any

subject

ee 52:

FUOTS REPOTT O VULiIIg

52/721/FDIS 52/738/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.
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INTRODUCTION

Les techniques relatives aux cartes imprimées rigides exigent un degré élevé de planéité au
niveau des substrats et des ensembles or, il existe plusieurs causes possibles de distorsion.
Toutes les personnes impliquées, a un stade quelconque, dans la conception, la fabrication et
I'utilisation doivent étre conscientes des problemes potentiels et doivent les comprendre. Il est
primordial qu'elles portent une attention particuliére aux facteurs qu'elles maitrisent.

Le tableau ci-dessous fait référence aux trois méthodes d'essai indiquées dans la CEl 61189-2.

CISTe de controle des metnodes d essals de courbure
et de vrillage pour matériaux

AN

CEI 61189-2

Parametre Condition

Fa
Courbure Telle qu’a réception 01 N
Courbure Apres traitement 4 2
Vrillage Telle qu’a réceptio MO
Vrillage Apres traitement m 2M

®
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Rigid printed board technology demands a high degree of flathess in substrates and
assemblies and distortion may result from a number of causes. All individuals involved at any
stage of design, manufacture and use shall be aware of and understand the potential
problems. It is essential that they pay specific attention to those factors under their control.

The following table shows the references to the three test methods given in IEC 61189-2.

INTRODUCTION

Bow and twist test method checklist for materials

Parameter Condition IE?eitllN%Q-Z
N\
Bow As received 2M01
Bow After processing MO
Twist As received 2NO01
Twist After processing

W

STAN
K0

O
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION —

Partie 1-1: Prescriptions génériques —
Considérations concernant la planéité d'ensembles électroniques

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 61188 décrit les facteurs déterminant la planéité de

cartes

imprimées rigides et de leurs ensembles. L'objectif de la présente norme consiste a informer le

concepfeur, le tabricant, 'assembleur et l'utilisateur de cartes Imprimees rigides et
de ces|facteurs affectant leur planéité. La présente norme comprend des g

— g la conception (article 3);

— 4u matériau de base (article 4);

— gux cartes imprimées non équipées (article 5);
— gux cartes imprimées équipées (article 6).

2 Réference normative

leurs ensembles
s\retatifs$:

Les dg DO g erence
qui y ept faite, constituent des dispositig blg 5 partie de la CEI 61188. Au
moment de la publication, les édition§ indhgue i r. Tout document nprmatif

est sujet a révision, et les parties pre
la CEI
des ddcuments normatifs indiqués ci-
registrg des Normes Internati

CEI 61[189-2: 1997, Méthode ssai S rigqux électriques, les structures d'interco
et ens¢mbles — Partie ‘ } Sriaux pour les structures d'interconn

3 Pre scriptionsa

3.1 C

rtie de
centes
dent le

hnexion
exion

Le con c d'une
constrycti 3caniq it éqgpilibrée. Dans le cas de la carte imprimée, une consfruction
équilibréen i 3 t de la
feuille b métal
est lié guelle
mesur

Les caftes‘imprimées équipées présentent généralement des composants sur une seule face.
Cepenflant; avec l'introduction du montage en surface, de nombreuses conceptions de|cartes

présentent des composants sur les deux faces. Un placement correct des composants en
fonction de la taille, du poids et du nombre de sorties a relier sur la carte améliorera les

caractéristiques de planéité de I'ensemble.

3.2 Fabrication de cartes rigides

Le fabricant de cartes rigides doit envisager une utilisation et un traitement du m
permettant de minimiser la distorsion.

atériau
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES —
DESIGN AND USE —

Part 1-1: Generic requirements —
Flatness considerations for electronic assemblies

1 Scope

This part of IEC 61188 describes those factors which control the flathess of rigid printed

boards

manufg

factorg
-
— k
—
— [

2 Normative reference

and their assembhes The obJect of this standard is to |nform the de5|gner
those

affectmg thelr fIatness Th|s standard incorporates adwce regardm

esign (clause 3);

ase material (clause 4);

nassembled printed boards (clause 5);
rinted board assemblies (clause 6).

The foflowing normative documents contain proyisi i i S text,
constitpte provisions of this part of IE il Hicated
were vilid. All normative documents ate stibject to eV|s i based
on thig part of IEC 61188 are encourag ‘N e most
recentleditions of the normative docume S aintain
registers of currently valid International{ Sta

IEC 61189-2: 1977, Tes

assem

3 Bas

3.1 D
The d

paterials, interconnection structurés and
blies — Part 2: T

ic requirem; 3

constr

Proper

£sign

bsigne lanced
ctian. or thedpniRted wpard, balanced construction pertains to the even distribqition of
. iRteinfoxcement and metallic foil about the centre of the board in any @xis. In

d to the substrate (e.g. as a heat sink) the contribution to flatness

advent

location of components by size, weight and the number of Ieads to be attached to the

board will improve the flatness characteristics of the assembly.

3.2 Rigid board manufacture

The rigid board manufacturer shall consider how to use and process the material to minimize

distorti

on.
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3.3 Assemblage

L'assembleur de cartes rigides doit essayer de garantir qu'aucune distorsion n'est introduite,
particulierement au cours des opérations de brasage et des manipulations.

3.4 Utilisation

L'utilisateur doit, par un stockage et une pratique corrects du matériel, minimiser les risques
d'apparition de distorsions aprés l'assemblage.

4 Défauts de planéité — Matériau de base cuivré rigide

4.1 Cpuses

Les calises suivantes peuvent contribuer, seules ou combinées, a la distg uivre.
4.1.1 Renforcement
Il n'est] pas exclu que les tissus de verre soient soumis a des conhtrainte e et du

traitemlent. La distorsion du produit stratifié, introduite par de ssu de
verre Joumises a des contraintes, sera réduite.

4.1.2 Feuille de cuivre

La feuille de cuivre a un effet général

4.1.3 Matériau a I'état B (feuille préimpfé

L'imprégnation du renforcer ' produit
un maIériau de base «a ¢ 5 30 e peut
engendrer des contrai d'unedistorsipn du produit stratifié. Ces contraint¢s sont

susceptibles d'étre attrjbiées a

— Une tensi@égle apgliq
(imprégnateur &sine)

tement

— Une épaissg ille de
renforcement;

— yn traitémen dessus

4.1.4 [Stratifi

Une pilessionset u empérature de stratification non uniformes engendrent des contiaintes.
Une construction déséquilibrée, c’est-a-dire, des feuilles non alignées dans les directions X
et Y proveguera I'appnritinn de _cantraintes

Une distorsion quelconque est aggravée par la présence d'une feuille sur un seul c6té de
stratifié. La distorsion croit en méme temps que |'épaisseur de la feuille. Par ailleurs, lorsque
I'une des faces d'un stratifié est plaquée avec une feuille plus épaisse que l'autre, une
distorsion peut en résulter.

4.1.5 Découpage et manipulation

Les méthodes de découpage peuvent provoquer des contraintes. Le stockage du matériau fini
sur un plan non horizontal peut occasionner une distorsion.
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3.3 Assembly

The rigid board assembler shall try to ensure that no distortion is introduced, particularly during

solderi

ng and handling operations.

3.4 Use

The user shall, by good storage and equipment practice, minimize the likelihood of distortion

occurri

ng after assembly.

4 Deviations from flatness — Rigid copper-clad base material

4.1 Cpuses
The fqgllowing can contribute, either singly or in combination, to 4| er-clad
material.
4.1.1 Reinforcement
Glass [fabrics may be stressed during weaving and trea B! of the laminated
produdt introduced by individual sheets of stressed glas DK(C W
4.1.2 Copper foil
The effect of the copper foil on distortign is
4.1.3 PB-stage material (prepreg)
Impregnation of the reinfo ichNisgubsequently partially cured, prpduces
"B-stage" base material impregnation can produce stresses| which
result in distortion in th i -~ hese gtresses may be attributed to:
— Uneven tengi (resin
impfegnator);
— UJneven or non
— improper cyfin zation)/of the resin, that is, under or over cure at the B-stage.
4.1.4 [amingtion
Non-uni uction,
i.e. pligs w esent.
Foil or of a laminate can make any distortion worse. The thicker the fpil, the
greater will be the distortion. In addition, when one side of a laminate is clad with thicker foil
than theotherdistortiomrcamrresutt:
4.1.5 Cutting and handling

Cutting methods can induce stress. Storage of the finished material other than in the horizontal
plane can cause distortion.
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4.2 Prévention et correction

Pour minimiser la distorsion, les facteurs traités au 4.1 doivent étre maitrisés. L'ingénierie et la
spécification relatives a la conception seront prises en considération. Il faut réaliser un contréle
de processus. Une fois la stratification effectuée, une action corrective n’est pas possible si
des contraintes internes ont été introduites dans le matériau de base.

Température de transition vitreuse ( Tg): Ty est la température a laquelle un plastique
thermodurcissable passe d'un état vitreux (rigide) a un état déformable (flexible). Cette
transformation est completement réversible; le matériau se comportera comme du verre en
dessous de Ty et comme un matériau déformable au-dessus de cette température. Par

conséquent, les déformations introduites a I'état déformable seront conservées quand le

Ari P [y M
materigtrepasseraatetat-vtretx

La temjperature Tg des matériaux en verre-époxyde d'usage courant est,nq mprise
entre 120 °C et 135 °C, mais elle peut atteindre le seuil de 105 °C. D ik euvent
présenter une Ty largement différente.

Si le matériau stratifié n'est pas plat a température ambiante trainte
interng est évidente. Cependant, méme si le matériau est pla nte, des
contraintes internes peuvent tout de méme exister. Qua a une
tempéfature supérieure a la température Ty de la us les
contraintes résiduelles et le matériau relache et app araitre
ou non lorsque le matériau de base est refroidi sa rriger»

en le refroidissant|a une

cette dlistorsion en maintenant le matériau de
i 2chauffage.

tempéifature inférieure a Ty, mais la di

4.3 Meéthodes d’essai et prescriptions

Les methodes et valeurs d'essai pour gtériaux de base couramment [utilisés
sont irjdiquées dans la CE 9 spécification n'existe pour le mfatériau

utilisé |dans la norme s_/formes nationales équivalentes,| il est
recommwandé que le clie i iss¢nt un accord concernant les valeurs|limites
a obtenir en utilisant lajm¥ RS : ne internationale acceptée.

5 Déf

Auts de pla;l i 2e5 rigides non équipées

ontribuer, seules ou combinées, a la distorsion des|cartes

51 (|

Les c4g
imprimiée

511

5.1.1.Y Profil' de la tarte imprimée rigide

La formeduprofitpeutnfluencertampteur detadistorsiom:

5.1.1.2 Coupures internes

De larges coupures a angles carrés ou a longues rainures sont susceptibles de contribuer a la
distorsion.

Des conceptions intégrant des profils de cartes imprimées rigides ébauchés et replacés sur le
flan sont susceptibles d'aggraver la distorsion.
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4.2 Prevention and correction

To minimize distortion the factors discussed in 4.1 shall be controlled. Attention will be paid to
the design engineering and specification. Process control has to be performed. Once
lamination has been completed corrective action is not possible if internal stresses have been
built into the base material.

Glass transition temperature ( Tg): The Ty is the temperature at which a thermosetting plastic
changes from a glass-like (rigid) state to a deformable (flexible) state. This change is
completely reversible; the material will behave like a glass below the Ty and like deformable
material above it. Therefore, deformations introduced in the deformable state will be locked in
when the material reverts to the glass-like state.

The Tg of epoxide woven glass fabric materials in common use is normally,i 120 °C
to 135)°C but can be as low as 105 °C. Other resins can have a significantly c

If the |[aminated material is not flat at room temperature, the prese inte ress is
obvioug. However, even if the material is flat at room temperatuw S S still be
present. When the material is heated above the Ty of the resi Si 3 strains
the redidual stresses and the material relaxes and appears{lat. y not,
return |f the base material is cooled down in an unrestrai - ay be
"corregted” by holding the base material flat while Cooling\to”kelow ‘the resin Ty byt may
reappgar on reheating.

4.3 Test methods and requirements

Test methods and values for a range of cox aterials are given in IEC 61189-2.
Wherefthere is no existing specificatiq 5 being used in the IEC or eqyivalent
national pbe reached between custompr and

suppliqg ted international standard test method.

5 DeV i inted boards

51 (|

The fo 3dly or in combination, to distortion of unassembled rigid
printed

511

5.1.1.1

The sh profije can influence the amount of distortion.

5.1.1.2 ‘internal cutouts

Large cutouts with square corners or long slots centrally positioned may contribute to
distortion.

Designs incorporating rigid printed board profiles blanked and returned to panel may aggravate
distortion.
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5.1.1.3 Densité et disposition des impressions conductrices

La distorsion de cartes imprimées rigides a simple face est principalement déterminée par
I'épaisseur de la feuille. L'ampleur de la distorsion augmentera proportionnellement a la
surface et a I'épaisseur du cuivre au niveau du tracé.

Le vrillage est courant dans les tracés comprenant une répartition inégale du cuivre; par
exemple, un tracé présentant un plan métallique sur I'un des c6tés de la carte rigide et des
pastilles sur l'autre c6té.

Un tracé de carte multicouche rigide présentant une accumulation asymétrique autour du plan
central de la carte produira une distorsion permanente. Cela consiste, par exemple, a disposer
des plans d'alimentation et/ou de masse sur un c6té du plan central, les couches 4 et 5 par
exemp U uct X rmique
épaissg au lieu de deux plus minces.

5.1.2 [Traitement de la carte imprimée rigide
5.1.2.1 Cisaillement

Le cisgillement de flans sur des feuilles de matériau de bagé peute
tout de¢but du processus de fabrication (utilisation de la
entre lgs faces de découpage, etc.).

gendrenune contrajinte au

intervalle ingcorrect

5.1.2.24 Cuisson

Une cgrte renforcée de fagon incorrect
refroid|e, est susceptible de subir une
chauffant la carte a une température =<
renforgement correct.

re supérieure a sa Tg, puis
torsion peut étre corrigée en

et en la laissant refroidir ayec un

5.1.2.3 Liaison multicouch

Des digtorsions peuvent (s euilles préimprégnées ou des renforcéments
imprégnés non ' Y . i tension incorrecte au cours de l'imprégnation
(voir 4]1.3). Une ise i isante de_lavstratification accompagnée de températurep et/ou

de prepsions inég ‘ i e _distgpsion permanente; il en est de méme des cy¢les de
chauffage ou de re

Au cou ignde’I'étain-plomb électrodéposé, de I'immersion de brasure et du nivellgment a
chaud |o ' de brasure par lamination, toute contrainte intégrée peut devenir
appargnte. foins que les cartes rigides ne soient correctement renforcges au

cours (le ces-pros , en particulier durant la fusion dans I'huile chaude, une distorsign peut
en résulter, I} conviert de maintenir un renfort correct durant la période de refroidissemept.

5.1.2.5 Profilage

L'opération de routage tend a relacher la contrainte. A l'inverse, on trouve le cas des cartes
imprimées rigides ébauchées et replacées sur le flan. Une autre solution consiste
fréguemment a réduire délibérément la résistance de la carte rigide grace a une opération
consistant a pratiquer des entailles ou encoches permettant de détacher les cartes du flan de
production aprés l'assemblage. Cependant, la distorsion survenant sur ces flans ne peut pas
étre corrigée sans risque de fracture.

5.1.2.6 Méthodes d'emballage

Une pression excessive appliquée au cours de l'empaquetage avec des courroies en plastique
provoquera une distorsion, tout comme un renfort insuffisant des cartes rigides au cours du transit.
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5.1.1.3 Density and layout of conductive patterns

The distortion of single-sided rigid printed boards is most influenced by foil thickness. The
greater the area and thickness of copper in the design, the greater will be the distortion.

Twist is prevalent in designs containing uneven copper distribution; for example, a design
which has a metallic plane on one side of the rigid board and pads on the other side.

A rigid multilayer board design which has an asymmetrical lay-up about the centre plane of the
board will produce permanent distortion. Examples are disposing power and/or ground planes
on one side of the centre plane, say as layers 4 and 5 of a six-layer build, or using one thick
thermal management layer rather than two thinner ones.

5.1.2 Rigid printed board processing
5.1.2.1 Shearing (guillotining)

Shearipg (guillotining) of panels from sheets of base materia e very

cutting
faces, etc.).

5.1.2.2 Baking

An incprrectly supported board that is heated ab g

and then cooled may distoft. This
distortion can be corrected by heating ‘s wi g to cool whilst supported
correctly.

5.1.2.3 Rigid multilayer bonding

Distortjons can be caused’b : i n have
been Hadly tensioned durirg i W i ineven
tempefatures and/or ppe v roduce
permanent distortion.

5.1.2.4 Fusing o

During| the fusing solder
coating, i it $ ' ds are
properly supj i 1 bn can

result. [PropeNsuppo

5.1.2.5

The rguting-‘gperation/tends to release stress. The opposite is the case where rigid printed
boardg are‘blanked out and returned to panel. As an alternative to this, the strength of the rigid
board jshoften reduced deliberately by a scoring or notching operation to allow boards to be
broken out of the production panel after assembly. However, distortion occurring in such
panels cannot be corrected without some risk of fracture.

5.1.2.6 Packing methods

Excessive pressure applied during bundling with plastic strapping will cause distortion as well
as insufficient support of the rigid boards during transit.
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5.2 Prévention

5.2.1 Considérations relatives a la conception
a) Eviter les profils de cartes rigides longs et rectangulaires.
b) Disposer les coupures et rainures internes symétriquement autant que possible.

c) S'assurer que les impressions conductrices sur les deux coOtés sont équilibrées
uniformément en densité et en direction, dans la mesure du possible. Au niveau du tracé de
la carte multicouche rigide, disposer les couches de maniére a équilibrer la densité de
cuivre sur les deux c6tés de la couche centrale. S'il n'existe qu'un plan de masse ou de
tension, considérer s'il peut ou non étre dupliqué. Dans I'exemple cité en 5.1.1.2, disposer
les couches en 3 et 4 ou 2 et 5, plutdt que 4 et 5.

d) Rviter une épaisseur excessive de la feuille sur les cartes rigides shmnple faceHssayer

d'é\iter la nécessité de tracés avec des épaisseurs de cuivre différen cotés
d'une carte rigide double face.

5.2.2 [Considérations relatives au processus
a) $'assurer que les instruments de cisaillement sont aiguis et que

les flans sont maintenus a plat au cours du cisaillement.

b) 1 séchage|a des
tem S t et’a infrarouges par
rapport a un four stathue Si un four est utilisg e peuvent pas étre
renforcés a plat, il convient de renforcer trois hoyd js au nivedu du support
c) ion étain- ' préchauffage des flans est
pri ial. ilisés ps i igi pour la fusion dans un|liquide
cha i N " a carte de se dilater librement.
d) | oyage,
parficulierement quand le premier ri
e) Rvi [
5.3 REctification
Il n'est pas ex@ pau du
tracé/de la dispo ) 4. Si le
matériqu de base ri auffage
a une 2sentent
une di$ orriger
la dist poids
de retq blle de
la carte & ea Ty
de 10 At 4 h pour une pile de hauteur maximale égale a 50 mm. Un
dépass hauteur de pile est susceptible d'empécher les cartes au centr¢ de la
pile d'g pérature supérieure a Tq et par la méme d'empécher la relaxation de la
contrainte. \Aprés ce traitement thermique, il convient de laisser les cartes refroidir jusgu'a la
tempélaturé ambiante sans perturbation.

NOTE - Des températures excessives provoqueront une décoloration de la carte a un degré non acceptable.

5.4 Prescriptions relatives a la planéité

Considérant I'effet que le tracé peut avoir sur le degré final de planéité d'une carte imprimée
rigide, de nombreuses spécifications de client laissent la possibilité de définir entre le
fournisseur et le client le degré de distorsion autorisé. Pour simplifier, une limite réaliste
fréguemment acceptée correspond a un pourcentage maximal de 0,5 % de la plus grande
dimension. Une majorité de cartes rigides finies se conforment a cette prescription, et la méme
limite peut généralement étre aussi appliquée aux cartes en cours de fabrication.
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5.2 Prevention

5.2.1 Design considerations
a) Avoid long rectangular rigid board profiles.
b) Arrange internal cutouts and slots symmetrically whenever possible.

c) Ensure that conductive patterns on both sides are evenly balanced in density and
direction whenever possible. In rigid multilayer board design, dispose layers to balance the
copper density either side of the centre layer. If there is only one ground or voltage plane,
consider whether or not it can be duplicated. In the example quoted in 5.1.1.2, dispose the
layers as 3 and 4 or 2 and 5, rather than 4 and 5.

ed for

[ when

Tg, an

rted in

he jigs
board

he panels should i i e first
is cold.

void blanked and

hay be
rocess
juently
ng the

plate
dto a
ight of
gck not
reaching a temperatuge greater than the Ty with the result that the stress will not be relieved.
After this heatitreatment, the boards should be allowed to cool to room ambient tempegrature
without disturbance.

NOTI Excessive temperatures will cause the board to become discoloured to an unacceptable dearee
Ld L T

5.4 Requirements for flatness

Because of the effect design can have on the ultimate degree of flatness of a rigid printed
board, many customer specifications leave the allowable degree of distortion to be agreed
between the supplier and customer. For simplicity, a realistic limit frequently accepted is a
maximum of 0,5 % of the largest dimension. A majority of finished rigid boards comply with this
requirement and, likewise, the same limit can be applied generally to boards in process.
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Des techniques de production automatisées ont imposé des restrictions plus sévéres, tant au
niveau des flans rigides en cours de fabrication que des cartes rigides finies. Par exemple, les
mécanismes d'alimentation sur des machines d'impression automatiques ne fonctionneront pas
si la distorsion est supérieure a I'épaisseur d'un flan. Cela signifie que, pour un matériau
d'épaisseur égale a 1,5 mm, sans tenir compte de la taille du flan, on admet un écart maximal
de 1,5 mm seulement par rapport a la planéité, ce qui représente, sur une longueur de 600 mm,
un pourcentage trés contraignant de 0,25 %.

5.5 Méthodes de mesure
5.5.1 Mise en place des matériaux de base

5.5.1.1—Feuwlles

Seule tne estimation grossiere est exigée et peut étre réalisée simple Nt une
feuille p partir de deux angles adjacents et en observant le degré de d .|Si une
mesur¢ approximative du déplacement est exigée, la feuille peut é ntenue
contre|un bord droit ou une surface verticale plate.

NOTE - Il n'est pas pratique de mesurer la distorsion de grandes feuillgs € plate, la

feuille s'aplatira sous son propre poids.
5.5.1.2 Flans
La méfhode de mesure des flans doit reproduire J ncontrées lors du traitement,
c'est-atdire une surface de cuivre oriepfée vers \ s flans
sont aldouble face, il convient que | . Dans
chaque cas, le flan doit reposer sans enttave sur un
transporteur. A l'aide d'un indicateur d L n instrument similaire, on mesgure la
distange verticale maximale au bord du fla e plate et la face inférieure du flan.
La valgur mesurée est la dis ‘
5.5.2 [Cartes imprimées. rigis
La disforsion des/sartes i MNgN¥ jgides fipies est estimée de facon similaire. Cepéndant,
pour Ig contrble te grandi . i teg, il est possible qu'il soit plus efficace de placer la
surfacg la plus corca et dutiliser un indicateur entre/n'entre pas (par exemple
une barre soutenug\pa
6 Défauts d
6.1 Chg
Les cguses suivantes\peuvent contribuer, seules ou combinées, a la distorsion des|cartes
imprimiées @€quipéeswigides.
L'assemblage de cartes imprimees rigides comprend te ptacement de composants suivi d'un

brasage. Les processus de soudage simultané couramment utilisés améneront invariablement
les cartes en résine époxyde standard au-dela de leur température Ty. (Il n'est pas exclu que
les matériaux fabriqués a base d'autres résines aient une température Ty supérieure a la
température de brasage.)

Parmi les processus de brasage, on distingue:

a) le brasage tendre a la vague, températures entre 235 °C et 260 °C;
b) le brasage par fusion, températures entre 215 °C et 260 °C (en fonction de la méthode).
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